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二、说明、目录、图表目录

      LED 封装生产主要原材料为芯片、支架等，因此封装企业上游为芯片、支架制造商。由于

芯片在LED 封装产品成本中占比最高，因此封装企业上游主要为芯片供应商，芯片的供应情

况对封装行业具有一定影响。随着国内芯片企业的逐渐增加及生产技术的提升，芯片产量将

逐渐扩大，供应趋于充足。  

      LED 封装行业下游为LED 应用产品，应用产品领域广泛，生产厂家众多。LED 应用市场的

快速发展同时促进了LED 封装行业的发展。

      在良好的产业政策引导下，以及持续的技术创新，LED 封装行业伴随LED产业快速增长

。2012 年，国内LED封装产值达到320 亿元，较2011 年增长12.3%；2013 年，LED 封装产值较

上年增长25.9%，达到403 亿元；封装规模约517亿元，较2013年增长了28%。

      智研数据研究中心发布的《2016-2022年中国LED 封装市场分析预测及投资战略研究报告》

共七章。首先介绍了LED 封装行业发展环境，接着分析了中国LED 封装行业规模及消费需求

，然后对中国LED 封装行业市场运行态势进行了重点分析，最后分析了中国LED 封装行业面

临的机遇及发展前景。您若想对中国LED 封装行业有个系统的了解或者想投资该行业，本报

告将是您不可或缺的重要工具。

      本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数

据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市

场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据

主要来自于各类市场监测数据库。
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2.2.1 发展现状

从国内LED 产业的发展来看，地域上出现以长三角、珠三角、环渤海经济圈及闽赣地区为主

的四大产业聚集区域。四大产业区域涵盖了整个LED 产业链，每一区域定位于不同的产业链

，在技术研发、人才及产品市场定位等方面各具特色，逐步显现出区域集群化效应。

 国内LED 产业区域化特点     区域   主要特点       上海、江苏、浙江（长三角）   芯片生产及封

装生产企业集中，高端应用突出，人才、资金比较集中       深圳、佛山、广州（珠三角）   封

装和应用产业国内规模最大，产业配套能力最强，离市场最近，投资活跃，承接海外LED   企

业转移较多       北京、大连、天津、河北（ 环渤海）   研发力量最强，研发机构最集中，封装

、应用发展速度较快       厦门、南昌（闽赣地区）   产业链较完整，从事外延片及芯片生产的

企业规模较大，承接台湾LED   企业转移较多   资料来源：智研数据中心整理

 

LED 封装生产主要原材料为芯片、支架等，因此封装企业上游为芯片、支架制造商。由于芯

片在LED 封装产品成本中占比最高，因此封装企业上游主要为芯片供应商，芯片的供应情况

对封装行业具有一定影响。随着国内芯片企业的逐渐增加及生产技术的提升，芯片产量将逐

渐扩大，供应趋于充足。

LED 封装行业下游为LED 应用产品，应用产品领域广泛，生产厂家众多。LED 应用市场的快

速发展同时促进了LED 封装行业的发展。

从LED 发展来看，国外大厂主要集中于产业链上中游，但为进一步延伸产业链，形成协同效

应，近年来国外较多LED 大厂商纷纷来国内投资设立封装厂。国内LED 企业在与各类外资企

业竞争过程中技术不断成熟，部分成熟企业在高端芯片及封装领域技术也有了较大突破。国

内LED 企业在做大做强原有产业链产品的同时，也逐步向上游或下游产业链延伸，以进一步

增强各自竞争实力。



截至2013年12月底，国内的MOCVD总数超过1000台，2英寸外延片年设备产能超过4千万片，

芯片产能达到8000亿颗(以12mil芯片计算)，2013年实际芯片产量达到2805亿颗，其中GaN芯片

全年产量为1822亿颗。

与此同时，2013年，我国LED封装年产能约4000亿只，实际产量则仅为2897亿只，其中SMD产

量1419亿只，占总产量的51.9%，是最主流的封装形势，其次是Lamp，产量1043亿只，占比

为38.4%，而COB占比仅有7.7%，产量5800kk。

从产量数据看，2013年我国的芯片产量和封装产量基本匹配，但实际上我国封装用芯片很大

一部分是采用进口芯片，因此目前我国的芯片产量已然过剩;再从产能看，我国保有的mocvd

设备外延片产能4000万片，芯片产能8000亿颗，且不考虑进口的芯片数量，就已是现有封装

产能的2倍之多。仅国内部分产能规模较大的企业MOCVD数量就已超过550台，外延片产能

超过1500万片，芯片产能更是达到3000亿颗，因此我国上游外延芯片产能过剩是不争的事实

，激烈的价格竞争和利润率下降也就成为必然。

2014年，我国LED封装环节发展平稳，产值达517亿元，较2013年增长了28%。其中中功率器

件产量占比超过55%，大功率器件占比不到15%。

都说，大、中、小功率LED器件三分天下，但因市场需求导向，中功率器件渐成主流。并且

，LED封装厂商在整装灯具价格趋低和材料价格趋稳之间寻求利益的&ldquo;量点&rdquo;，在

薄利面前，封装厂商只能向量向规模要利润。并且，我国有近千家LED封装厂，在2014年500

多亿的产值面前，大的可能做到几十亿，小的几百万、几千万有的是。

未来封装环节竞争将更加激烈，大厂兼并、小厂抱团取暖的趋势更加明显。预计，未来几年

内，国内有可能涌现出一到两家国际封装大厂，与老牌国际封装巨头在国际市场一决高下。

国内LED 封装产业在下游广阔的应用市场等因素带动下规模不断扩大，同时，近年来国

际LED 企业逐步向中国转移。内资封装企业在与各类外资封装企业竞争过程中技术不断成熟

。目前国内企业主要集中在中低端封装领域，部分成熟企业在高端领域封装技术也有了较大

突破。

随着工艺技术的不断完善和积累，国内LED 封装企业在高端封装领域的市场份额逐步提高，

竞争实力不断增强。

在良好的产业政策引导下，以及持续的技术创新，LED 封装行业伴随LED产业快速增长。据

国家半导体照明工程研发及产业联盟数据，2012 年，国内LED封装产值达到320 亿元，较2011 

年增长12.3%；2013 年，LED 封装产值较上年增长25.9%，达到403 亿元；封装规模约517亿元

，较2013年增长了28%。

据统计我国主要的LED封装生产商有木林森、国星光电、雷曼光电、鸿利光电、瑞丰光电、

聚飞光电、长方照明等。目前我国我国LED封装年产能在4000亿只左右，截止2014 年9 月末，



行业龙头企业木林森Lamp /SMD LED 产品年产能达到1,270 亿只，规模优势突出，与生产规模

相对应，公司对原材料芯片实行规模化采购，规模化采购提高了公司芯片采购的议价能力，

使芯片采购成本降低；另一方面，规模化的芯片采购能快速补充库存，一旦发现芯片供应趋

紧，价格上升，公司能提前备货及锁定价格，以最大限度保证芯片价格的稳定，减少芯片价

格波动对公司生产经营造成不利影响。

 2013-2014年我国LED封装产业市场竞争格局：亿元；%     *   2014年封装产业收入   2014年占比 

 2013年封装产业收入   2013年占比       木林森   24.4   4.72%   17.4   4.32%       国星光电   9.53   1.84% 

 7.1   1.76%       雷曼光电   7.7   1.49%   10.2   2.53%       鸿利光电   7.1   1.37%   5.0   1.24%       瑞丰光电

  9.0   1.74%   6.8   1.69%       聚飞光电   9.7   1.88%   7.5   1.86%       长方照明   8.0   1.55%   6.2   1.54%   

资料来源：公司财报、国家半导体照明工程研发及产业联盟

 

2013年，我国LED封装年际产量为2897亿只，2014年行业产量增长至3750亿只，综合国家半导

体照明工程研发及产业联盟发布的行业规模数据，2014年我国封装产品均价为0.138元/只。随

着全球LED 行业的快速发展，LED 封装技术不断趋于成熟，原材料成本逐渐下降，LED 封装

及应用产品价格随之不断下降。

 2006-2014年我国LED封装产品产量及价格统计     *   市场规模：亿元   封装产量：亿只   元/只    

  2006年   146   660   0.221       2007年   168   820   0.205       2008年   185   940   0.197       2009年   204  

1056   0.193       2010年   250   1335   0.187       2011年   285   1820   0.157       2012年   320   2410   0.133      

2013年   403   2897   0.139       2014年   517   3750   0.138   资料来源：智研数据中心整理
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第七章 中国LED封装产业发展趋势及前景(zyyzg)

7.1 LED封装产业未来发展趋势

7.1.1 功率型白光LED封装技术趋势

7.1.2 无金线封装成LED封装新走向

7.1.3 LED封装产业未来发展方向

7.2 中国LED封装市场前景展望

7.2.1 我国LED封装市场发展前景乐观

7.2.2 LED封装产品应用市场将持续扩张

7.2.3 中国LED通用照明封装市场前景预测 
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